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本号掲載の商標について

インテル，インテルCoreは，米国及びその他の国におけるIntel Corporation又は子会社の登録商標又は• 
商標。

エコキュートは，関西電力（株）の登録商標。• 

エネファームは，東京瓦斯（株），大阪瓦斯（株），及び新日本石油（株）の登録商標。• 

Androidは，Google Inc.の商標又は登録商標。• 

ARM， Cotrexは，英国ARM Limitedの商標。• 

Blu-ray Disc• TM（ブルーレイディスク），Blu-rayTM（ブルーレイ）は，ブルーレイディスク アソシエーションの
商標。

Bluetooth• ®ワードマーク及びロゴは，Bluetooth SIG, Inc.の登録商標。

CLAIMSは，IFI CLAIMS Patent Servicesの登録商標。• 

e・MMCは，JEDEC Solid State Technology Associationの商標。• 

ECONETLite • TMは，エコーネットコンソーシアムの商標。

harman/kardonは，Harman International社の商標。• 

HDMIは，HDMI Licensing, LLCの商標。• 

IBM及びTivoliは，International Business Machines Corporationの商標。• 

JavaScriptは，Oracle Corporation及びその子会社，関連会社の米国及びその他の国における登録商標。• 

Linuxは，Linus Torvalds氏の米国及びその他の国における登録商標。• 

MIPIは， MIPI Alliance Groupの商標。• 

MobileMarkは，米国Business Application Performance Corporationの商標。• 

MODBUSは，Schneider Automation Incorporatedの商標。• 

mSATAは，Serial ATA International Organizationの未登録商標。• 

PASMOは，（株）パスモの登録商標。• 

PATOLISは，（株）パトリスの登録商標。• 

PCI Expressは，PCI-SIGの商標又は登録商標。• 

SDは，SD-3C, LLCの登録商標。• 

Twitterは，Twitter, Inc.の商標。• 

Ultrabookは，米国及びその他の国におけるIntel Corporationの商標。• 

Windowsは，Microsoft Corporationの米国及びその他の国における商標。• 

その他，本誌に掲載の商品の名称は，それぞれ各社が商標として使用している場合があります。


